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本发明涉及一种实现计算机信息稳定传输

装置，包括机箱、设于机箱内部的电路板和设于

电路板上的功能模块，包括机箱、设于机箱外侧

的风冷机构和设于机箱内部的水冷机构及减振

机构，所述风冷机构包括设于机箱内侧壁上的换

热槽板、连接至换热槽板的导热冷板，所述机箱

的两侧壁内腔形成风道；所述水冷机构包括设于

机箱底部的底座、设于机箱侧壁的散热器和连接

散热器的流体管，所述底座包括底板和设于底板

底部的支座；本发明提供的计算机信息稳定传输

装置及方法，增加机箱中空气的流动，同时也会

带走计算机中大量的由其它芯片产生的热量，有

利于维持计算机中整体温度的恒定。
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1.一种实现计算机信息稳定传输装置，包括机箱（1）、设于机箱（1）内部的电路板（2）和

设于电路板（2）上的功能模块（3），其特征在于：包括机箱（1）、设于机箱（1）外侧的风冷机构

和设于机箱（1）内部的水冷机构及减振机构，所述风冷机构包括设于机箱（1）内侧壁上的换

热槽板（8）、设于电路板（2）一侧、连接至换热槽板（8）的导热冷板（6），所述机箱（1）的两侧

壁内腔形成风道（7）；

所述水冷机构包括设于机箱（1）底部的底座（9）、设于机箱（1）侧壁、对应功能模块（3）

上端的散热器（10）和围设功能模块（3）的流体管（12），所述底座（9）包括底板（92）和设于底

板（92）底部的支座（91），所述底板（92）上开设有流体入口（93）和回形槽（94），所述回形槽

（94）的一端连接流体入口（93），所述回形槽（94）的另一端连接流体管（12）。

2.根据权利要求1所述的一种实现计算机信息稳定传输装置，其特征在于：所述减振机

构包括固定杆（11）、阻尼橡胶套管（111）和预紧弹簧（112），所述固定杆（11）的一端连接至

散热器（10）靠近功能模块（3）的一侧，所述固定杆（11）的另一端贯穿电路板（2）设置，所述

设于电路板（2）和散热器（10）之间的固定杆（11）的外部设阻尼橡胶套管（111），所述固定杆

（11）贯穿电路板（2）的另一端外侧套设预紧弹簧（112），所述预紧弹簧（112）通过橡胶垫圈

（113）连接电路板（2）。

3.根据权利要求1所述的一种实现计算机信息稳定传输装置，其特征在于：所述机箱

（1）的风道（7）的两端分别设进风口（5）和出风口，所述出风口连接至机箱（1）的风机（4）。

4.根据权利要求3所述的一种实现计算机信息稳定传输装置，其特征在于：所述进风口

（5）连接换热器的出气口端，所述流体入口（93）连接换热器的出液口端。

5.根据权利要求1所述的一种实现计算机信息稳定传输装置，其特征在于：所述流体管

（12）和回形槽（94）内均填充相变蓄热流体，所述机箱（1）的侧壁为真空钎焊成形的中空结

构。

6.一种实现权利要求1-5任一所述的计算机信息稳定传输方法，其特征在于：包括如下

步骤：

S1、在加固计算机内装上温度传感器，并将温度传感器、风冷机构和水冷机构均连接至

计算机的控制系统，设定温度传感器的适宜温度和预警温度；

S2、当计算机的运行温度在适宜温度范围内时，控制系统开启水冷机构；

S3、当计算机的运行温度达到预警温度时，计算机控制系统发出警报，同时控制系统开

启风冷机构。

7.根据权利要求6所述的一种实现计算机信息稳定传输方法，其特征在于：S2中，机箱

（1）内电路板（2）上功能模块（3）产生的热量通过导热冷板（6）传导到左右换热槽板（8）并在

风道（7）内的散热翅片上聚集，在机箱（1）后端轴流风机（4）强制抽风的作用下，从机箱（1）

前面板两侧进风口（5）吸入的冷空气在此处与散热翅片上热量经过热交换，并被出出风口

的风机（4）带出机箱（1）从而散热。

8.根据权利要求6所述的一种实现计算机信息稳定传输方法，其特征在于：S3中，随着

计算机运行温度上升，底板（92）温度逐渐增高,回形槽（94）内的相变蓄热流体介质开始进

行工作，吸收由底板（92）传递过来的热量，当达到其相变温度时,其发生相变，温度不再升

高，机箱（1）内部微通道散热器（10）包含CPU微通道、显卡芯片微通道，机箱（1）外部包括循

环泵，这两部分通过流体管（12）连接成一个循环水路，机箱（1）内部通过回形槽（94）和流体
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管（12）中的相变蓄热流体把各芯片的热量带出去，机箱（1）外部使相变蓄热流体降温。
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一种实现计算机信息稳定传输装置及方法

技术领域

[0001] 本发明属于计算机技术领域，具体涉及一种实现计算机信息稳定传输装置及方

法。

背景技术

[0002] 计算机是一种能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设

备，由硬件系统和软件系统所组成，可分为超级计算机、工业控制计算机、网络计算机(含服

务器、工作站)、个人计算机(台式机)、嵌入式计算机五类，较先进的计算机有生物计算机、

光子计算机、量子计算机等。计算机主机箱作为计算机配件中的一部分，它的主要作用是放

置和固定计算机配件，起到承托和保护的作用，此外，主机箱还具有屏蔽电磁辐射的作用，

计算机在使用过程中，有电流通过的地方都会产生一定的热量，尤其是中央处理器和显示

卡这一类具有高密度晶体管的芯片，其发热量庞大，也就成为了整个冷却系统主要的冷却

对象，而另一些高性能的元器件，比如内存条、固态硬盘、南北桥等，在高负荷运行下也会产

生相对较高的热量，易导致计算机发生蓝屏、死机等故障，直接影响计算机各部件的工作稳

定性和使用寿命。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决背景技术中所提出的问题，而提供一种实现计算机信息

稳定传输装置及方法，增加机箱中空气的流动，同时也会带走计算机中大量的由其它芯片

产生的热量，有利于维持计算机中整体温度的恒定。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：

一种实现计算机信息稳定传输装置，包括机箱、设于机箱内部的电路板和设于电路板

上的功能模块，包括机箱、设于机箱外侧的风冷机构和设于机箱内部的水冷机构及减振机

构，所述风冷机构包括设于机箱内侧壁上的换热槽板、设于电路板一侧、连接至换热槽板的

导热冷板，所述机箱的两侧壁内腔形成风道；

所述水冷机构包括设于机箱底部的底座、设于机箱侧壁、对应功能模块上端的散热器

和连接散热器的流体管，所述底座包括底板和设于底板底部的支座，所述底板上开设有流

体入口和回形槽，所述回形槽的一端连接流体入口，所述回形槽的另一端连接流体管。

[0005] 优选的，所述减振机构包括固定杆、阻尼橡胶套管和预紧弹簧，所述固定杆的一端

连接至散热器靠近功能模块的一侧，所述固定杆的另一端贯穿电路板设置，所述设于电路

板和散热器之间的固定杆的外部设阻尼橡胶套管，所述固定杆贯穿电路板的另一端外侧套

设预紧弹簧，所述预紧弹簧通过橡胶垫圈连接电路板。

[0006] 优选的，所述机箱的风道的两端分别设进风口和出风口，所述出风口连接至机箱

的风机。

[0007] 优选的，所述进风口通过抽风机连接换热器的出气口端，所述流体入口通过循环

泵连接换热器的出液口端。
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[0008] 优选的，所述流体管和回形槽内均填充相变蓄热流体，所述机箱的侧壁为真空钎

焊成形的中空结构。

[0009] 一种实现计算机信息稳定传输的方法，包括如下步骤：

S1、在加固计算机内装上温度传感器，并将温度传感器、风冷机构和水冷机构均连接至

计算机的控制系统，设定温度传感器的适宜温度和预警温度；

S2、当计算机的运行温度在适宜温度范围内时，控制系统开启水冷机构；

S3、当计算机的运行温度达到预警温度时，计算机控制系统发出警报，同时控制系统开

启风冷机构。

[0010] 优选的，S2中，机箱内电路板上功能模块产生的热量通过导热冷板传导到左右换

热槽板并在风道内的散热翅片上聚集，在机箱后端轴流风机强制抽风的作用下，从机箱前

面板两侧进风口吸入的冷空气在此处与散热翅片上热量经过热交换，并被出风口的风机带

出机箱从而散热。

[0011] 优选的，S3中，随着计算机运行温度上升，底板温度逐渐增高，回形槽内的相变蓄

热流体介质开始进行工作，吸收由底板传递过来的热量，当达到其相变温度时，其发生相

变，温度不再升高，机箱内部微通道散热器包含CPU微通道、显卡芯片微通道，机箱外部包括

循环泵，这两部分通过流体管连接成一个循环水路，机箱内部通过回形槽和流体管中的相

变蓄热流体把各芯片的热量带出去，机箱外部使相变蓄热流体降温。

[0012] 优选的，所述导热冷板和散热器均采用泡沫金属铜材质，所述泡沫金属铜采用带

状结构，所述泡沫金属铜的孔隙率为95-97%，所述泡沫金属铜的导热系数Q为5.95-6.17W/

（m·℃），所述泡沫金属铜的热容C为20.67-22.08J/（kg·℃），所述Q·C满足大于125.68且

小于等于136.04，所述泡沫金属铜中铜的比例为1:1.5-1.6。

[0013] 优选的，所述泡沫金属铜的对流换热系数h满足：

h=-6.45·U2+36.23·U+41.9，

其中U为泡沫铜翅片的等效速度（m/s）。

[0014] 优选的，所述机箱采用铝合金材质，所述铝合金的成分和含量为铜：0.2-0.35、锰

0.1-0.15、镁0.9-1.2、锌0.2-0.25、铬0.05-0.3、钛0.09-0.16、硅0.5～0.7、铁0.3-0.8、余

量为铝。

[0015] 优选的，所述铝合金的弹性模量为E为42.6-44.7GPa，屈服强度σ为152-185MPa，切

向模量G为215-296Mpa，表面粗糙度Ra为8-18μm，泊松比υ为0.23-0.26。

[0016] 进一步的，所述铝合金的弹性模量、切向模量、表面粗糙度和泊松比之间满足57.9

≤（E+G）/(Ra·υ)≤128.2。

[0017] 进一步的，所述铝合金的弯曲应力F满足：

F=σ（E+G）/(E·G)+[（σ-σs）/k]1/n；

其中，k、n为材料常数，σs为材料的屈服极限。

[0018] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：

1、本发明提供的一种实现计算机信息稳定传输装置及方法，采用风冷和水冷同时散

热，增加机箱中空气的流动，同时也会带走计算机中大量的由其它芯片产生的热量，有利于

维持计算机中整体温度的恒定，机箱的电路板上采用水冷降温，其他空间内采用风冷散热，

减少机箱内部的占用空间，同时也减少了主板的负重。
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[0019] 2、本发明提供的一种实现计算机信息稳定传输装置及方法，在设备振动冲击过程

中，预紧弹簧可以有效吸收低频振动冲击的能量，同时在电路板上加装阻尼橡胶套管，同时

在预紧弹簧与电路板之间安装橡胶垫圈，橡胶材料自身具有较大的阻尼，对高频的能量吸

收有显著效果，使设备在通过共振区时，不致产生过大的振幅，使计算机电路板及个功能模

块形成了有效的抗振动冲击保护。

[0020] 3、本发明提供的一种实现计算机信息稳定传输装置及方法，将泡沫金属与铜板复

合制作散热板，铜板承担起了增强泡沫铜复合散热板的机械性能的作用以及更改易用性的

作用方便拆卸。

附图说明

[0021] 图1是本发明一种实现计算机信息稳定传输装置风冷机构示意图。

[0022] 图2是本发明一种实现计算机信息稳定传输装置水冷机构示意图。

[0023] 图3是本发明一种实现计算机信息稳定传输装置减振机构示意图。

[0024] 图4是本发明一种实现计算机信息稳定传输装置底座示意图。

[0025] 图中：1、机箱；2、电路板；3、功能模块；4、风机；5、进风口；6、导热冷板；7、风道；8、

换热槽板；9、底座；91、支座；92、底板；93、流体入口；94、回形槽；10、散热器；11、固定杆；

111、阻尼橡胶套管；112、预紧弹簧；113、橡胶垫圈；12、流体管。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述

的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部实施例，基于本发明中的实施例，本领域

普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护

的范围。

[0027] 实施例1

结合图1，一种实现计算机信息稳定传输装置，包括保护和归纳电脑内部元件的机箱1、

设于机箱1内部的电路板2和设于电路板2上的功能模块3，包括机箱1、设于机箱1外侧的风

冷机构和设于机箱1内部的水冷机构及减振机构，所述风冷机构包括设于机箱1内侧壁上的

换热槽板8、设于电路板2一侧、连接至换热槽板8的导热冷板6，所述机箱1的两侧壁内腔形

成风道7，所述机箱1的风道7的两端分别设进风口5和出风口，所述出风口连接至机箱1的风

机4，所述进风口5连接换热器的出气口端。

[0028] 机箱内印制电路板2上元器件产生的热量无法直接与外界空气进行热交换，只能

通过导热冷板6传导到左右换热槽板8并在风道7内的散热翅片上聚集，在机箱1后端轴流风

机4强制抽风的作用下，从机箱1前面板两侧风道7吸入的冷空气与散热翅片上热量经过热

交换，并被风机4带出机箱1从而散热，各模块产生热量不尽相同，将发热量较大的电源等模

块放在机箱1的后端靠近风机4一侧，并通过导热冷板6与机箱1后板贴合以实现贴壁散热、

减轻对机箱1内部环境温度的影响，将电路板2等重要模块放在机箱1前端位置或远离大发

热量模块，一方面可使从前面板方向进入风道7的冷空气及早与其发生热交换，另一方面也

可减少电源等模块散发热量对主板产生的影响。

[0029] 实施例2
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结合图2和图4，所述水冷机构包括设于机箱1底部的底座9、设于机箱1侧壁、对应功能

模块3上端的散热器10和围设功能模块3的流体管12，所述底座9包括底板92和设于底板92

底部的支座91，所述底板92上开设有流体入口93和回形槽94，所述回形槽94的一端连接流

体入口93，所述回形槽94的另一端连接流体管12，所述流体入口93连接换热器的出液口端，

所述流体管12和回形槽94内均填充相变蓄热流体。

[0030] 随着计算机运行温度上升，底板92温度逐渐增高，回形槽94内的相变蓄热流体介

质开始进行工作，吸收由底板92传递过来的热量，当达到其相变温度时，其发生相变，温度

不再升高，机箱1内部微通道散热器10包含CPU微通道、显卡芯片微通道，机箱1外部包括循

环泵和换热器，这两部分通过流体管12连接成一个循环水路，机箱1内部通过回形槽94和流

体管12中的相变蓄热流体把各芯片的热量带出去，利用高比热容的液体在计算机的高温元

器件之间循环流动，吸收元器件发出的热量，再将高温的冷却液带入底板，增加同空气的接

触面积，快速将热量传递到空气之中。

[0031] 实施例3

在实施例1的基础上，结合图3，所述减振机构包括固定杆11、阻尼橡胶套管111和预紧

弹簧112，所述固定杆11的一端连接至散热器10靠近功能模块3的一侧，所述固定杆11的另

一端贯穿电路板2设置，所述设于电路板2和散热器10之间的固定杆11的外部设阻尼橡胶套

管111，所述固定杆11贯穿电路板2的另一端外侧套设预紧弹簧112，所述预紧弹簧112通过

橡胶垫圈113连接电路板2，在设备振动冲击过程中，预紧弹簧可以有效吸收低频振动冲击

的能量，同时在电路板上加装阻尼橡胶套管，同时在预紧弹簧与电路板之间安装橡胶垫圈，

橡胶材料自身具有较大的阻尼，对高频的能量吸收有显著效果，使设备在通过共振区时，不

致产生过大的振幅，使计算机电路板及个功能模块形成了有效的抗振动冲击保护。

[0032] 实施例4

一种实现计算机信息稳定传输的方法，包括如下步骤：

S1、在加固计算机内装上温度传感器，并将温度传感器、风冷机构和水冷机构均连接至

计算机的控制系统，设定温度传感器的适宜温度和预警温度；

S2、当计算机的运行温度在适宜温度范围内时，控制系统开启水冷机构，随着计算机运

行温度上升，底板92温度逐渐增高，回形槽94内的相变蓄热流体介质开始进行工作，吸收由

底板92传递过来的热量，当达到其相变温度时，其发生相变，温度不再升高，机箱1内部微通

道散热器10包含CPU微通道、显卡芯片微通道，机箱1外部包括循环泵，这两部分通过流体管

12连接成一个循环水路，机箱1内部通过回形槽94和流体管12中的相变蓄热流体把各芯片

的热量带出去；

S3、当计算机的运行温度达到预警温度35-40℃时，计算机控制系统发出警报，同时控

制系统开启风冷机构，机箱1内电路板2上功能模块3产生的热量通过导热冷板6传导到左右

换热槽板8并在风道7内的散热翅片上聚集，在机箱1后端轴流风机4强制抽风的作用下，从

机箱1前面板两侧进风口5吸入的冷空气在此处与散热翅片上热量经过热交换，并被出风口

的风机4带出机箱1从而散热，再将高温的冷却液带入底板，增加同空气的接触面积，快速将

热量传递到空气之中，同时将水冷机构产生的热量通过风冷机构的空气流通带出计算机内

部，同步实现计算机内运行环境的降温和散热。

[0033] 采用风冷和水冷同时散热，增加机箱中空气的流动，同时也会带走计算机中大量
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的由其它芯片产生的热量，有利于维持计算机中整体温度的恒定，机箱的电路板上采用水

冷降温，其他空间内采用风冷散热，减少机箱内部的占用空间，同时也减少了主板的负重。

[0034] 实施例5

机箱1的框架采用真空钎焊成形，焊接钎料在高温状态下熔融并借助毛细作用填满了

接缝处间隙，所述机箱采用铝合金材质，所述铝合金的成分和含量为铜：0.2-0.35、锰0.1-

0.15、镁0.9-1.2、锌0.2-0.25、铬0.05-0.3、钛0.09-0.16、硅0.5～0.7、铁0.3-0.8、余量为

铝。

[0035] 所述铝合金的弹性模量为E为42.6-44.7GPa，屈服强度σ为152-185MPa，切向模量G

为215-296Mpa，表面粗糙度Ra为8-18μm，泊松比υ为0.23-0.26。

[0036] 所述铝合金的弹性模量、切向模量、表面粗糙度和泊松比之间满足57.9≤（E+G）/

(Ra·υ)≤128.2，所述铝合金的弯曲应力F满足：F=σ（E+G）/(E·G)+[（σ-σs）/k]1/n，其中，k、

n为材料常数，σs为材料的屈服极限。

[0037] 铝合金材质的机箱框架更容易实现薄壁结构，具有更好的环境适应性，从而使得

相邻零件之间的接触热阻大大降低，有效提高整机对外传递和导热的效果。

[0038] 实施例6

所述导热冷板和散热器均采用泡沫金属铜材质，所述泡沫金属铜采用带状结构，所述

泡沫金属铜的孔隙率为95-97%，所述泡沫金属铜的导热系数Q为5.95-6.17W/（m·℃），所述

泡沫金属铜的热容C为20 .67-22 .08J/（kg·℃），所述Q·C满足大于125 .68且小于等于

136.04，所述泡沫金属铜中铜的比例为1:1.5-1.6，所述泡沫金属铜的对流换热系数h满足：

h=-6.45·U2+36.23·U+41.9，其中U为泡沫铜翅片的等效速度（m/s）。

[0039] 将泡沫铜以一定的比例，附着在铜板上以硅脂链接制作泡沫铜复合散热板，同时

辅以一定速率区间内的强迫空气冷却进行散热，泡沫铜金属材料的孔隙率为95%，入口风速

为1.33m/s，条状宽度为1.8m，铜板承担起了增强泡沫铜复合散热板的机械性能的作用以及

更改易用性的作用方便拆卸。

[0040] 以上仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的保护范围内

所做的任何修改，等同替换等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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